
股票代码：000620 股票简称：盈新发展

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系活动类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

活动参与人员 中泰证券、中信证券

时间 2026年 6月 5日（星期五）10：00-12：00
地点 北京

形式 通讯方式

上市公司接待人员姓名 董事会秘书边冬瑞、投资者关系管理周文

交流内容及具体问答记

录

问题 1：长兴半导体到底是封测厂还是模组厂？

答复：长兴半导体聚焦于半导体存储应用产品的全链条能力建

设，同时具备芯片设计（U盘）、固件算法开发、封装测试、模组

制造的全栈能力，为市场提供消费级、工规级存储芯片以及行业存

储软硬件应用解决方案。

问题 2：晶圆本身价格涨了不少，从公司的角度去判断，长兴

半导体下半年的毛利率会有一些压力吗？

答复：公司通过多重措施应对晶圆价格上涨压力，持续加大先

进封装、晶圆测试及修复工艺的技术优化力度，稳步提升封装良率

与测试效率，有效控制损耗，降低单位制造成本；多元化供应商策

略，降低单一供应商依赖风险；生产环节除晶圆研磨切割外，均自

主生产，有效压缩中间环节费用；市场价格方面，产品结构升级，

进一步对冲成本压力。

问题 3：长兴半导体是否有企业级存储产品？

答复：公司企业级 DRAM存储产品主要应用于服务器和数据中

心，已实现量产和批量交付。

问题 4：长兴半导体客户是否有云服务厂商？

答复：公司企业级业务正处于加速扩张阶段，考虑到云服务厂

商对供应商的技术实力、产品可靠性、交付能力、服务质量等要求

极高，且测试认证周期较长，具体情况请以公司信息披露为准。

关于本次活动是否涉及

应披露重大信息的说明
无

活动过程中所使用的演

示文稿、提供的文档等

附件（如有，可作为附

件）

无


